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CS5090EL
CS5095EL

参数 描述 数值 单位 

VMAX 
VIN, BAT, LX, VBS, STAT  -0.3~30 V 

NTC, ICHG -0.3~6 V 

TJ 结工作温度范围 -40~150 ℃ 

TSTG 存储温度范围 -55~150 ℃ 

TSDR 引脚温度（焊接 10s） 260 ℃ 

 

1极限参数表

1.

2.

ESD范围

±2kVHBM(人体静电模式)

±200VMM( 机器静电模式) -----------------------------------------------------------

推荐工作环境

上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生

影响，甚至造成永久性损坏。

-----------------------------------------------------------

PCB板放置CS5090EL/CS5095EL的地方，需要有散热设计，使得芯片底部的散热片和PCB板的散热区域相连。

2热效应信息

参数 描述 数值 单位 

VIN 输入电源电压 3.6~6 V 

TJ 结工作温度范围  -40~125 ℃ 

TA 环境温度范围 -40~85 ℃ 

 

        

订购信息

参数 描述 数值 单位 

θJA 封装热阻-芯片到环境热阻  80 ℃/W 

 

产品型号 封装形式 器件标示 包装尺寸 卷带宽度 数量 

CS5090EL DFN2X2_8L   7”  8mm 3000 

CS5095EL DFN2X2_8L   7”  8mm 3000 
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